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Cipové kontaktni karta s vlepenym modulem m4 nosné jadro
/2/ opatfeno ukladacim otvorem /12/, do n&hoZ zapada
pouzdro /11/ &ipu /10/ ¢ipového modulu /1/, ptitemz ipovy
modul /1/ je k nosnému jadru /2/ upevnén pomoci adhezivniho
pripravku /13/, fixovaného mezi dolni plochou substratu /7/
¢ipového modulu /1/ a horni plochou nosného jadra /2/.
Adhezivni pfipravek /13/ sestava z taveniny, lepidla nebo
adhezivni folie. Karta se vyrobi tak, Ze nosné jadro /2/ se
opatii ukladacim otvorem /12/, vloZi se p¥ipadné adhezivni
pripravek /13/, uloZi se &ipovy modul /1/ a pFiloZi horni
povrchova folie /3/ a dolni povrchova folie /4/, nadez se tato
konstrukeni jednotka slaminuje a nakonec se tvarové opracuje.
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éipové kontaktni karta s vlepenym modulem a zpiisob jeji vyroby

Oblast techniky

Vynalez se tyka ¢ipové kontaktni karty, kde je navrZen novy zptisob upevnéni ¢ipového modulu
do t&lesa karty a souCasné je vyfeSen zplsob vyroby navrzené kontaktni karty.

Dosavadni stav techniky

V soudasné dob& se b&Zn& vyrabi &ipové karty pro pouziti v &etnych oborech, napfiklad jako
kreditni karty, permanentni jizdenky, firemni propustky, telefonni karty atd. Podle druhu
obsazenych elektronickych obvodi, kterymi jsou vymezeny jejich funkéni moznosti, jsou to
¢ipové karty kontaktni, bezkontaktni a kombinované. Zpisob vyroby Eipovych karet je odlisny
podle druhu karty a fidi se zejména zplisobem montaze ¢ipového modulu.

Kontaktni karty sestdvaji ztélesa karty a z ¢ipového modulu. Té€leso karty sestava z nosného
jadra, opatieného na povrchu ptipadné foliemi. Cipovy modul sestava ze zapouzdfeného &ipu,
nosného substratu, elektricky vodivé povrchové fdlie vytvérejici kontaktovaci plochy aze
spojovacich kontakti. Nosné jadro byva obvykle zhotoveno z jedné, nebo vice vrstev plastového
materidlu, vyjimeéné ze dieva. Nosné jadro je opatfeno vybranim, zatimco povrchova félie je
opatiena otvorem, spolené vytvarejicimi kapsu, do niz je €ipovy modul uloZzen. V kapse byva
upevnén vzdy pomoci adhezivniho pripravku. Tim byva bud’ lepidlo, nej€astéji kapalné lepidlo
na bazi kyanoakrylatu, nebo adhezivni félie. Adhezivni pfipravek obvykle byva nanesen pod
substrat modulu a souCasné na dno vybrani jadra, coZ je povazovano za ziruku relativné
modulu ajeho vypadnuti zkarty. Pfi vyrobé téchto kontaktnich karet se nejprve zhotovi
kompletni téleso karty. To se zhotovi bud’ tak, Ze se nejprve slaminuji za horka a pod tlakem
nosné jadro, piipadné vicevrstevné, s povrchovymi foliemi, nateZ se vyfrézuje kapsa pro Eipovy
modul, nebo se vstfikovanim plastového materialu za horka do vhodné formy ve tvaru karty
opatfené kapsou vytvoii souCasn¢ téleso karty a vybrani kapsy, kde je tvar kapsy vymezen
tvarem formy. Poté se do télesa karty vlepuje ¢ipovy modul. Pfi vlepeni lepidlem probiha proces
lepeni za studena. Vlepeni pomoci adhezivni folie se provadi za horka a pod tlakem, kdy se
adhezivni folie v potfebném tvaru vkladd mezi substrdt na spodni strané¢ ipového modulu
a adekvatni plochu kapsy.

. Oba uvedené zpisoby maji podstatné nevyhody. Frézovani kapes je relativné pomalé

a manipulaéné naro¢né, odlévani do forem vyzaduje specidlni vyrobni zafizeni a pfesné
tvarované formy. V obou pfipadech je nutno karty vyrabét postupem karta za kartou, coZ
znamena, Ze vyrobni zafizeni provadi danou operaci jenom na jedné, nejvySe dvou kartich
souasne€.

Bezkontaktni ¢ipové karty maji konstrukci sloZitéjsi, nebot’ obsahuji vnitini anténu, ktera je
spojena s ¢ipovym modulem. Zapouzdieny &ip €ipového modulu je uloZen v ukladacim otvoru
provedeném v nosném jadru karty, na nosném jadru karty je uloZena anténa a povrch je opatien
folii. Pfi vyrobé bezkontaktnich karet se nejprve upevni k sobé ¢ipovy modul a anténa, naez se
anténa ulozi na nosné jadro karty, pfiCemz se zapouzdreny Cip Cipového modulu uloZi, bez
pouziti tmeliciho piipravku, do uklddaciho otvoru jadra, nafez se tato konstrukéni skupina
vlaminuje mezi povrchové folie, pfipadné se sou€asné vlaminuji i dalsi vrstvy nosného jadra.

Kombinované ¢ipové karty jsou kombinaci obou typt karet, obsahuji bud’ dva ¢ipové moduly
z nichZ jeden je opatfen anténou, nebo jeden Eipovy modul. Jejich vyrobni postup je kombinaci
obou vyse uvedenych postupl, kdy se pro kontaktni ¢ast karty pouziva zpiisob vyroby karty

? v

kontaktni a pro bezkontaktni €ast zplisob vyroby karty bezkontaktni.

V CZ patentu 284764 je popsana kontaktni a kombinovana ¢ipova karta, ktera ma ¢ipovy modul
upevnén v ukladacim otvoru nosného jadra karty. Upevnéni tohoto modulu v télese karty je
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realizovano prostfednictvim spoje zhotoveného z pajky, vedeného pres zvlast za tim ugelem
zhotovené ptidavné otvory v substratu ipového modulu a upevnéného na zvlast za tim Gdelem
zhotovené pfidavné kontakty, vytvofené pfedem na nosném jadru karty. Nevyhoda tohoto fedeni
spoliva v tom, Ze substrat ipového modulu je nutno upravit jiZ pfi vyrob& modulu, a proto lze
pii vyrobe tohoto druhu karet pouZit pouze zakdzkové vyrobené &ipové moduly.

Podstata vyndlezu

Je navrZena Cipova kontaktni karta s vlepenym modulem, kterd ma vyfeSeno upevnéni &ipového
modulu novym zpisobem a soutasné je vyfeSen zpiisob vyroby této karty. Cipova kontaktni
karta sestavé z nosného t8lesa karty a &ipového modulu, kde nosné t&leso karty sestava z nosného
Jadra alespoii jednovrstevného, opatfeného alespoii jednou povrchovou folii, pfidemz povrchova
folie na kontaktni strang karty je opatfena pfistupovym otvorem pro &ipovy modul adekvétng
jeho tvaru avelikosti. Cipovy modul obsahuje elektricky vodivou félii, nosny substrat,
zapouzdieny €ip a nutné kontakty a je uloZen v pfistupovém otvoru povrchové félie. Podstata
vynélezu spociva v tom, e karta vy3e popsané konstrukce ma nosné jadro opatfeno ukladacim
otvorem, do n&hoz zapada pouzdro &ipu ¢ipového modulu, pfigemz &ipovy modul je k nosnému
Jadru upevnén pomoci adhezivniho p¥ipravku, fixovaného mezi dolni plochou substréatu ¢ipového
modulu a horni plochou nosného jadra. Nové je tedy adhezivni ptipravek umistén nikoliv uvniti
kapsy plastového jadra, nybrz na horni ploie nosného jidra, v okoli ukladaciho otvoru pro
zapouzdfeny Cip a zapouzdfeny ¢ip neni uloZen v nepfesné tvarované kapse, nybrz zapada do
ukladaciho otvoru. Ukladaci prostor pro &ipovy modul se tak vytvofi z vrstvy jadra pod
substritem &ipového modulu, ukladaciho otvoru v jadru a pfistupového otvoru v povrchové folii
a pfi pouziti nize popsaného postupu podle vynéalezu se dotvaruje ptesng podle tvaru &ipového
modulu v procesu laminace. Takovéto upevnéni &ipového modulu je dostateiné spolehlivé
a umoZni zésadni zjednoduSeni technologie vyroby kontaktnich &ipovych karet tim, Ze odpadne
nutnost manipulané naro&ného frézovani kapsy v nosném jadru nebo odlévani do forem.
Ukladaci otvory Ize vyrazit do nosného jadra soucasn& pro vice karet najednou, coz umozni
sériovou vyrobu ¢ipovych karet najednou po celych platech.

Pfitom miZe byt vyuZito toho, Ze materily pouZivané v soucasné dobé b&n& pro vyrobu
kontaktnich ipovych karet, pfi pisobeni tepla atlaku méknou aformuji se. Kombinace
vhodného vybéru té€chto materiald s technologii laminovani umozni, Ze jako adhezivni pFipravek
postali vrstva vytvofena slaminovanim substratu &ipového modulu a nosného jadra, aniz by bylo
nezbytné pouZiti zvlastniho prostfedku pro slepeni &ipového modulu a nosného jadra. Toho lze
dosahnout, pokud jak substrat modulu, tak i nosné jadro karty jsou zhotoveny z materialu na bézi
polymerovanych latek. Jako vhodné materialy mohou byt pouzity plastické hmoty b&né pii
vyrobe€ stavajicich karet, naptiklad polyvinylchlorid (PVC), polyethylén (PET), polycarbonat
(PC), polyimid (PI), nebo akrylonitrilbutadien styrén (ABS), pfi¢emz nosné jadro mize, ale
nemusi byt zhotoveno zmateridlu shodného s materidlem substratu &pového modulu. Tato
alternativa feSeni je pouZitelna pro ipové kontaktni karty s plastovym jadrem, nebo pro karty
s jadrem zhotovenym z tkaniny sycené plastem.

Pro dosazeni pevngjsiho spojeni, zabratiujiciho uvolnéni &ipového modulu a vypadnuti z karty
pfi i v&ti mechanické zat&Zi, naptiklad pfi ohybéni a otérech, miiZe byt jako adhezivni pripravek
vyhodné pouZito lepidlo nebo adhezivni félie. Pod pojmem lepidlo se zde rozumi jakékoliv
adhezivum, nanesené za Ulelem slepeni modulu sjidrem mezi horni plochu nosného jadra
a dolni plochu substratu ¢ipového modulu. Tato alternativa je vhodna jak pro karty s plastovym
jadrem nebo jadrem ztkaniny sycené plastem, tak ipro karty naptiklad s dievénym jadrem
sycenym plastem.

Vyse uvedené konstrukéni feSeni kontaktni Cipové karty umoZiluje zjednoduseni technologie
vyroby a sériovou vyrobu vétsiho poétu karet jednim strojem najednou. Nosné jadro karty se
opatfi ukladacim otvorem, nafeZ se na né uloZi &ipovy modul tak, aby jeho zapouzdfeny &ip
zapadl do ukladaciho otvoru a ptiloZi se horni povrchova félie pfistupovym otvorem adekvatné
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k ¢ipovému modulu a dolni povrchové folie, poté se tato konstrukéni jednotka za tepla a pod
tlakem slaminuje a nakonec se tvarové opracuje. Povrchové folie se podle tohoto postupu
prikladaji bud’ pfed uloZenim &ipového modulu na jadro nebo po ném, avSak vzdy pfed procesem
laminovani.

Pro technologii bez pouziti lepidla nebo adhezivni félie je nutno dosdhnout vytvofeni
adhezivniho ptipravku pro upevnéni &ipového modulu b&hem faze laminace. Dosahne se toho
tak, Ze se pouzije Cipovy modul, ktery ma substrat zhotoven z materialu pojitelného za podminek
laminace s materidlem nosného jadra.

Pokud se pouzije lepidlo nebo adhezivni folie, nanese se pied uloZenim &ipového modulu, a to
bud’ na jadro, nebo na substrat &ipového modulu. Postup 1ze modifikovat pii zachovéni vyse
uvedeného sledu operaci itak, Ze se vrstva vhodného adheziva nanese pfimo na nosné jadro
kolem ukladaciho otvoru, nebo na substrat &ipového modulu napfiklad sitotiskem nebo
postiikem.

Vynalez lze vyuzit pfi vyrobé kontaktnich &ipovych karet vieho druhu. UmoZiiuje podstatné
zvy3eni produktivity vyroby a ekonomické efektivnosti vyroby. Karty podle vynilezu je moZné
vyrab&t v mnozstvi i nékolika desitek kusi na jednom platu soucasné.

~

Piehled obrazki na vykresech

Vynélez je blize objasnén pomoci vykresi, kde je zndzornéno na obr. 1 upevnéni Cipového
modulu bez pouziti lepidla nebo adhezivni félie na detailu pti€ného fezu kartou, na obr. 2
jednotlivé zakladni dily karty, ptipravené pro vyrobu karty postupem podle vynélezu, ato 2A
horni povrchova félie, 2B nosné jadro a 2C &ipovy modul a na obr. 3 upevnéni €¢ipového modulu
s pouzitim lepidla na detailu pfi¢ného fezu kartou.

Piiklady provedeni vynalezu

Priklad 1

Piikladnym provedenim vynalezu je plastova kontaktni &ipova karta podle obr. 1, kde je nazorné
pfedvedena podstata vynalezu na detailu pfi€ného fezu.

Zakladnimi konstruk&nimi prvky této karty je €ipovy modul 1 a nosné jadro 2. Nosné jadro 2 je
na horni stran& opatfeno horni povrchovou f6lii 3, na spodni strang dolni povrchovou félii 4,
ob&ma zhotovenymi z ABS. Horni povrchova folie 3 je na povrchu potisténd a ma v misté pro
pristup k &ipovému modulu 1 vyfiznuty pfistupovy otvor 3. Cipovy modul 1 je uloZen
v ptistupovém otvoru 5 tak, Ze nahofe se nachazi jeho elektricky vodiva félie 6 vytvarejici
kontaktovaci plochy, pod ni je substrat 7, opatfeny spojovacimi otvory 8 s kontaktovacimi dratky
9, vyvedenymi k dole umisténému &ipu 10. Spojovaci otvory 8 jsou vyplnény zalévaci pouzdfici
hmotou, v tomto konkrétnim ptipadé ABS, ktera prekryva také ¢ip 10 a kontaktovaci dratky 9
a vytvati tak pouzdro 11. Zapouzdfeny ¢ip 10 zapada do uklddaciho otvoru 12 v plastovém
nosném jadru 2, které je v tomto konkrétnim p¥ipadé jednovrstevné a je zhotoveno ze smési PVC
a ABS. Cipovy modul 1 je vXkarté pevné fixovén, nebot substrat 7 &ipového modulu 1,
zhotoveny v tomto konkrétnim pfipadé z ABS, je pevné spojen s plastovym nosnym jadrem 2
vrstvou hmoty vytvotenou jejich slaminovanim. Vrstva hmoty sestavajici z ABS a PVC tak
predstavuje adhezivni pfipravek 13, diky némuz lze Cipovy modul 1 povaZzovat za vlepeny
v karté, v souladu s ndzvem vynalezu.

Karta byla zhotovena postupem podle vynéalezu. Do nosného jadra 2 v podobé platu pro vyrobu
30 karet najednou, bylo vyraZeno pro kazdou budouci kartu po jednom ukladacim otvoru 12. Na
horni stranu 2 nosného jadra byla pfiloZena horni povrchova folie 3 s vyraZzenymi pfistupovymi
otvory 5, na dolni stranu byla pfiloZzena dolni povrchova félie 4. Pak byly do ptistupovych otvori
5 uloZeny &ipové moduly 1 tak, Ze do nich pfesn& zapadly vné&j$im obvodem i vySkové, pri€emz
pouzdra 11 ¢&ipd 10 zapadla do ukladacich otvori 12, rozmérové menSich neZ pfistupové otvory

-3
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3. Tato konstrukéni jednotka byla poté slaminovéna za teploty a tlaku obvyklych pro laminovani.
Pisobenim zvy3ené teploty a tlaku pfitom doslo k nataveni a spojeni nejen povrchovych f6lii 3, 4
snosnym jadrem 2, nybrZ isubstratu 7 snosnym jadrem 2. Z hlediska stability upevnéni
¢ipového modulu 1 v karté byl pfitom podstatny zejména vznik vrstvy sestavajici z ABS a PVC
Jjakozto adhezivniho pFipravku 13 mezi dolni plochou okrajové &asti substratu 7 a horni rovinou
nosného jadra 2. Nasledovalo tvarové opracovani b&znym zpusobem, kdy z platu byly vyseknuty
jednotlivé karty, které byly zabaleny a dany do distribuce.

Ptiklad 2

Jinym piikladnym provedenim vynalezu je kontaktni karta s vlepenym &ipovym modulem 1
podle obr. 2 a obr. 3. Na obr. 2 jsou nazorné predvedeny jednotlivé dily karty, pfipravené pro jeji
vyrobu postupem podle vynilezu. Na obr. 3 je podstata vynalezu nazorné predvedena na detailu
pfi¢ného fezu kartou.

Zikladnimi konstrukénimi prvky této karty jsou rovnéZ €ipovy modul 1 a nosné jadro 2. Nosné
Jjadro 2 je na horni strané opatfeno horni povrchovou f6lii 3, na spodni stran& dolni povrchovou
folii 4, obéma zhotovenymi z PVC. Horni povrchova félie 3 je na povrchu poti$téna a ma v misté
pro pistup k &ipovému modulu 1 vyfiznuty ptistupovy otvor 5. Cipovy modul 1 je uloZen
v pfistupovém otvoru 5 tak, Ze nahofe se nachazi jeho elektricky vodiva folie 6 vytvéiejici
kontaktovaci plochy, pod ni je substrat 7, opatfeny spojovacimi otvory 8 s kontaktovacimi dratky
9, vyvedenymi k €ipu 10. Spojovaci otvory 8 jsou vyplnény zalévaci plastovou hmotou, v tomto
konkrétnim pFipad€ na bazi epoxidu, kterd piekryva také &ip 10 a kontaktovaci dratky 9 a vytvati
tak pouzdro 11. Zapouzdfeny ¢ip 10 zapada do ukladaciho otvoru 12 v plastovém nosném jadru
2, které je v tomto konkrétnim ptipadé zhotoveno z tkaniny nasycené PI. Cipovy modul 1 je
v karté pevng& fixovan pomoci akrylatového lepidla, které predstavuje adhezivni pfipravek 13
a nachazi se mezi horni rovinou nosného jadra 2 kolem ukladaciho otvoru 12 a okrajovou &asti
dolni plochy substratu 7 ¢ipového modulu 1.

Karta byla zhotovena postupem podle vynalezu. Do nosného jadra 2 v podobé platu pro vyrobu
30 karet najednou, bylo vyrazeno pro kazdou budouci kartu po jednom ukladacim otvoru 12.
Kolem ukladacich otvord 12 byl poté na horni stranu nosného jidra 2 nanesen adhezivni
pripravek 13 ve formé& péti kapek tekutého lepidla kolem kazdého uklédaciho otvoru 12, jak je
znazornéno na obr. 2B. Pak byly na nosné jadro 2 vlepeny &ipové moduly 1 tak, Ze pouzdro 11
Cipu 10 &ipového modulu 1 zapadlo do ukladaciho otvoru 12. Lepidlo nabylo plné G&innosti
ihned po operaci lepeni. Na nosné jadro 2, opatfené &ipovymi moduly 1, byla pfiloZena horni
povrchova folie 3 s pfistupovymi otvory 5 vyraZenymi jak je zndzorn&no na obr.2A. Byla
pfiloZena tak, Ze Cipové moduly 1 do pfistupovych otvorii 5 pFesn& zapadly vn&j3im obvodem
i vySkové. Na dolni stranu nosného jadra 2 byla pfiloZena poti$téna dolni povrchova félie 4. Tato
konstrukéni jednotka byla poté slaminovana za teploty atlaku obvyklych pro laminovani.
Pisobenim zvysené teploty atlaku pfitom dolo k nataveni a spojeni povrchovych folii 3, 4
s nosnym jadrem 2 a vytvofeni jednoho kompaktniho platu. Nasledovalo tvarové opracovani
béZnym zplisobem, kdy z platu byly vyseknuty jednotlivé karty, které byly zabaleny a dany do
distribuce. Pozndmka: na obr. 2A, 2B a 2C jsou zndzornény dily odpovidajici jednotlivé kartg,
a to z divodu nazornosti.

Ptiklad 3

Dalim piikladnym provedenim vynalezu je kontaktni karta s ¢ipovym modulem 1 vlepenym
pomoci adhezivni félie. Toto feseni konstrukéné odpovida rovnéZz znazornéni na obr. 2.

Karta je shodna spredchozi stim rozdilem, Ze misto vrstvy lepidla je jakoZto adhezivni
pfipravek 13 pouZita adhezivni oboustranné lepici folie ve tvaru ¢ipového modulu, opatfena
sttedovym otvorem pro zapouzdieny ¢ip 10.

Karta byla vyrobena stejnym postupem jako je uveden v pfedchozim ptikladu, s tim rozdilem, Ze
tmelici ptipravek 13 byl uloZen na nosné jadro 2 kolem ukladaciho otvoru 12, na n&j byl poloZzen
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¢ipovy modul 1, byly ptiloZzeny povrchové félie 3, 4 ateprve pfi procesu laminovani nabyl
adhezivni pripravek 13 plné lepici u€innosti.

PATENTOVE NAROKY

1. Cipova kontaktni karta svlepenym modulem, kterd sestivd znosného t&lesa Karty
a ¢ipového modulu, kde nosné téleso karty sestdva z nosného jadra alespoii jednovrstevného,
opatfen¢ho alespoii jednou povrchovou félii, pfiemZ povrchova félie na kontaktni strané karty
je opatfena pfistupovym otvorem pro ¢ipovy modul adekvatné jeho tvaru, a kde &ipovy modul
obsahuje elektricky vodivou folii, nosny substrat, zapouzdfeny &ip a nutné kontakty, pfitemz
¢ipovy modul je uloZen v pfistupovém otvoru povrchové folie, vyznadujici se tim,
e nosné jadro /2/ je opatieno ukladacim otvorem /12/, do kterého zapadéa pouzdro /11/ &ipu /10/
¢ipového modulu /1/, pfi¢emz &ipovy modul /1/ je k nosnému jadru /2/ upevnén pomoci
adhezivniho pfipravku /13/, fixovaného mezi substratem /7/ &ipového modulu /1/ 2 horni plochou
nosného jadra /2/.

2. Cipova kontaktni karta s vlepenym modulem podle niroku 1, vyznadujici se
tim, Ze adhezivni pfipravek /13/ je vrstva vytvofena z materialu substratu /7/ ¢ipového modulu
/1/ a materialu nosného jadra /2/, pficemz jak substrat /7/, tak i nosné jadro /2/ jsou zhotoveny
z materilu na bazi polymerovanych latek. :

3. Cipova kontaktni karta s vlepenym modulem podle naroku 1, v yznacéujici se
tim, Ze adhezivni pripravek /13/ je vrstva lepidla nebo adhezivni folie.

4. Zplsob vyroby ¢&ipové kontaktni karty s vlepenym modulem podle naroku 1,
vyznadujici se tim, Ze nosné jadro /2/ karty se opatfi ukladacim otvorem /12/,
naez se na né ulozi Cipovy modul /1/ tak, aby jeho zapouzdieny &ip /10/ zapadl do ukladaciho
otvoru /12/ a pfilozi horni povrchova félie /3/ pfistupovym otvorem /5/ adekvétné k ipovému
modulu /1/ a dolni povrchova folie /4/, poté se tato konstrukéni jednotka slaminuje a nakonec se
tvarové opracuje.

5. Zpisob vyroby C¢&ipové kontaktni karty s vlepenym modulem podle naroku 4,
vyznadujici se tim, Ze se pouzZije ¢ipovy modul /1/ anosné jadro /2/ o takové
latkové kombinaci, kdy &ipovy modul /1/ ma substrat /7/ zhotoven z materidlu pojitelného
s materialem nosného jadra /2/ za podminek laminace.

6. Zplsob vyroby ¢&ipové kontaktni karty s vlepenym modulem podle naroku 4,

vyznacdujici se tim, Ze pred uloZenim ¢ipového modulu /1/, se mezi nosné jadro /2/
a substrat /7/ Cipového modulu /1/ nanese lepidlo nebo adhezivni folie.

3 vykresy
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